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(54) 비-환상의 랜드

요약

본 발명은 스루 홀을 완전히 둘러싸지 않은 비-환상의 랜드를 제공함으로써 공간을 증가시킨다. 비-환상
의 랜드는 비-환상 즉, 스루 홀 둘레로 360° 연장되지 않는다. 바람직하게는 비-환상의 랜드는 단지 스
루 홀의 일 측면에만 접하며 그럼으로써 종래의 랜드를 사용하여 달리 얻을 수 없던 공간을 제공한다. 
본 발명은 또한 이러한 비-환상의 랜드를 제조하는 방법에 관한 것이다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

비-환상의 랜드

[도면의 간단한 설명]

제1도는 회로 기판의 일부분에 대한 개략도로서, 통상적인 종래의 구성에 따른 구멍 사이의 배선(wiring 
between holes)과 랜드의 구성을 도시한 도면,

제2도는 제1도와 유사한 개략도로서, 본 발명에 따른 비-환상의 랜드(the non-annular land)와 구멍 사
이의 배선을 도시한 도면,

제3도는 비-환상의 랜드와 도금된 스루 홀(a plated through hole)의 관계를 도시한 도면,

제4도는  도금된  스루  홀의  도면으로서,  비-환상의  랜드의  제조에서  아트웍의  배치(positioning  of 
artwork)를 도시한 도면.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

배치된 와이어(a wire)와, 적어도 하나의 스루 홀(at least one throuch hole)을 구비하며, 스루 홀 내
에는 도전성 재료(electrically conductive material)가 배치되며, 상기 도전성 재료 및 상기 와이어와 
연결되고 상기 스루 홀을 부분적으로 둘러싸는 랜드를 포함하는 것을 특징으로 하는 회로 기판. 
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청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 랜드의 폭은 상기 와이어의 폭보다 크고 상기 스루 홀 폭보다 작거나 같은 범위에 
있는 것을 특징으로 하는 랜드.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 스루 홀에 인접한 제2와이어를 더 포함하며, 길이가 (z-(s+t0))의 0.1 내지 2배로

서, 여기에서 z는 스루 홀의 모서리와 상기 인접한 와이어 사이의 바람직한 최소 간극이며, s는 도체 라
인(the conductor lines)의 바람직한 최소 간극이며, t0는 에칭 프로세스의 여유 또는 0인 것을 특징으로 

하는 랜드. 

청구항 4 

제2항에 있어서, 길이가 (z-(s+t0))의 0.1 내지 2배로서, 여기에서 z는 스루 홀의 모서리와 인접한 와이

어 사이의 바람직한 최소 간극이며, s는 도체 라인의 바람직한 최소 간극이며, t0는 에칭 프로세스의 여

유 또는 0인 것을 특징으로 하는 랜드. 

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 도전성 재료는 도금된 금속(plated metal)인 것을 특징으로 하는 랜드.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 도전성 재료는 페이스트(paste)인 것을 특징으로 하는 랜드.

청구항 7 

스루 홀을 부분적으로 둘러싸고, 와이어와 스루 홀에 있는 도전성 재료를 연결하는 랜드를 제공하도록, 
a. 배치된 와이어를 갖는 서브스트레이트(a substrate)를 제공하는 단계와; b. 상기 서브스트레이트에 
스루 홀(through holes)의 위치 (positions)를 제공하는 단계와; c. 상기 스루 홀 위치의 상기 서브스트
레이트에 금속을 성형하는 단계와; d. 스루 홀을 제공하기 위하여 원하는 스루 홀의 위치에 금속을 관통
하여 천공하는 단계와; e. 상기 스루 홀에 도전성 재료를 배치하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 
회로 기판에 랜드를 형성하는 방법.

청구항 8 

제6항에 있어서, 상기 도전성 재료는 도금된 금속인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 9 

제6항에 있어서, 상기 도전성 재료는 전기 도체 페이스트(electrically conductive paste)인 것을 특징
으로 하는 방법.

청구항 10 

제5항에 있어서, 상기 랜드의 길이는 식 d0=z+(rh-rI)+t0-s로 결정되며, 여기에서 z는 가장 가깝게 인접한 

와이어와 스루 홀의 모서리 사이의 바람직한 최소 간극이며, t0는 에칭 프로세스의 여유 또는 0이며, rh

는 스루 홀의 반경이며, rI는 비-환상의 랜드를 형성하는 데에 사용되는 레티클의 반경이며, d0는 레티클

의 오프셋 거리(the offset distance)인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 11 

제1항에 있어서, 랜드의 길이가 (z-(s+t0))의 0.1 내지 2배로서, 여기에서 z는 스루 홀의 모서리와 인접

한 와이어 사이의 바람직한 최소 간극이며, s는 도체 라인의 바람직한 최소 간국이며, t0는 에칭 프로세

스의 여유 또는 0인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 12 

제1항에 있어서, 상기 랜드의 폭은 와이어의 폭보다 크고 스루 홀 폭보다 작거나 같은 범위에 있는 것을 
특징으로 하는 방법.

청구항 13 

제11항에 있어서, 상기 랜드의 폭은 와이어의 폭보다 크고 스루 홀 폭보다 작거나 같은 범위에 있는 것
을 특징으로 하는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면
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